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Firmenprofil 4 Binder

e Gegrundet 1971 in Sinsheim
e ca. 33 Mitarbeiter

* ca. 40 Kunden aus Industrie (MSR),
Medizin, Embedded und Forschung

* Mitarbeit in bmb+f geforderten
Forschungsverbundprojekten

e Zertifizierungen nach:
* |SO 9001:2008
* |SO 13485:2010 1

e Aktive Mitarbeit in Netzwerken
und Verbanden

Heilbronn
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Definition 4% Binde

RONIK GmbH

" |oT (Internet of Things)
= Digitale Vernetzung von Maschinen und Gegenstanden

= Gegenstande bekommen eine ,,eigene Intelligenz”

" |[nformationen und Zustande aus der realen Welt moglichst
breit erfassen und in die virtuelle Welt Gbertragen

https://pixabay.com/en/

Modulare Sensorplattform loT M. Geiger 3



www.binder-elektronik.de

(N

Anwendungsfelder 4% Binder

2
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loT-Anwendungsfelder

51% ,, 48% _46%

OPTIMIERUNG REDUZIERUNG VERBESSERUNG
DER DER PERSICHERHEIT

AUSLASTUNG BETRIEBSKOSTEN l

- | ﬁET:M% 0%

AUTOMATISIERUNG AUFBAU NEUER VERBESSERUNG
DER LIEFERKETTEN- VERNETZTER OFFENTLICHER
PROZESSE LOSUNGEN RAUME

Vodafone ,loT Barometer 2016“

Das loT kann dann gewinnbringend genutzt werden, wenn die erfassten Daten
analysiert, interpretiert und verglichen werden, um so die Effizienz von
Mensch und Maschine zu steigern.
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Anforderungen 4% Binder

ELEKTRONIK GmbH

= HW-Plattform
= Ausreichende Rechenleistung und Speicher (skalierbar)
= Energieeffizient (ULP, Powermanagement, Harvesting)
= Small-Form-Factor- (SFF-) Design

Vernetzbarkeit (Standardisierte Schnittstellen) («
= Wireless (Sub-GHz, Cellular, WLAN, BLE, proprietar) T
= drahtgebunden (Feldbus, Ethernet, CAN, USB)

Okosystem
= einfache Programmierbar- und Erweiterbarkeit
= Datenspeicher (Cloud), -analyse, -interpretation, -vergleich

= Langlebigkeit und Zuverlassigkeit
Sicherheit (Security, Safty)

Kosten
= Geringe Material- und Bauteilekosten
= Kostenglinstige Fertigung (Standardbauteile und Prozesse)
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Systemkonzept £ Binder
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Data analysis
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Systembeschreibung 4% Binder
= Intelligente SENSOIKNOLENISICPSICYDEPRYSICISyS I

= Erfassung und Verarbeitung von
(Umwelt-)Messwerten

. . N Gr -.'
= fUr unterschiedliche Anwendungen, wie: == -
Wireless Wireless

= Raumluftiberwachung zur Klimasteuerung

Transmitter Receiver
= Wetterstationen mit UV-Warnung |
= Prasenzmelder zur Hausautomation Processor Processor
) Module Module
= Anwesenheitskontrolle . l
. Sensor Int ot
= Gateway: S Tl

= Kommunikation (bidirektional), Daten-

konzentrator und Internetanbindung Fig1 Conneding a
Thing tothe Internet

= (Cloud-Service:

= Speichern und bereitstellen von Messdaten
fir Mensch und Maschine

http://www.rs-online.com
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Sensorknoten (CPS)

£% Binder

ELEKTRONIK GmbH

0110

Yerarbetung

= Energieverbrauch abhangig von:
= Technologie

= Komponenten
= Betriebsmodus, Szenarien
= Sensordatenfusion

Modulare Sensorplattform loT
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Genauigkeit

Geschwindigkeit ﬁ Energiebedarf

Entwicklungsaufwand

mm) Applikationsspezifisches Konzept

‘\\\
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Sensordatenfusion 4 Binder

= Fusion der Daten von mehreren Sensoren
= Steigerung der Genauigkeit und Zuverlassigkeit
= Kombination der vorteilhaften Eigenschaften von Sensoren
= Kompensation von Sensorschwachpunkten
= Gleiche Messungen wie mit ,energiehungrigen” Sensoren
= Gewinnung neuer Informationen

= Ansatze zur Verringerung des Energieverbrauchs

= Analyse der Anforderungen (was wird tatsachlich benotigt!)
= Genauigkeit
= Updaterate

= Effiziente Sensordatenfusion
= Reduktion der benotigen Rechenleistung
= Nutzung von Anwendungsbedingungen
= Effiziente Filter- und Algorithmen
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Anwendungsszenarien 4% Binder

ELEKTRONIK GmbH

m Zeitgesteuert mit definierter Abtastrate (Datenlogger)

= Event getriggert (ereignisgesteuert)

. : 1 (1) .
= Extremwerte (Minimal/Maximal) Maximalwert

» Temperatur-/Feuchteliberschreitung
= Stol3, Vibration, Kontamination

= Grenzwertlberschreitung
= Anzahl Ereignisse (thermische Zyklen)
= Anwesenheits-/Prasenzdetektion

= |ntegrale GroRen
= Beschleunigung
= Licht-/Bestrahlungsdosis
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Use Cases (Beispiele) £% Binder

Anwesenheitserkennung und Prasenzmelder, Bewegungsprofile

Sicherheit / Einbruchschutz / Zugangskontrolle

Datenlogging / Eventdetektion / Tracking
* Maschinenzustandsiberwachung
VerschleiRdetektion / Wartungsbedarf

Klima- und Raumiiberwachung, Wettervorhersage/-station

SmartHome / Heimautomatisierung / Facility-Management

Assisted Living / Fitness monitoring / Well-being

Indoor/Outdoor Navigation (Raum-, Stockwerkerkennung,
Werkstlick-, Material-, Gerate-, Forderfahrzeug-Tracking)

Aktorik-/Schaltanwendungen
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loT-Sensorknoten 4% Binder

JNIK GmbH

SSI SC.TAS - IntegrationsTechnologien fliir Autonome Sensorsysteme (10/12 — 06/15)

Technologleplattform flr autonome Sensormodule

Miniaturisierung:
= Funktionalisierung der Gehause-Oberflache und -Volumen
= Integration von kleinbauenden Mediensensoren

Energy Harvesting durch TEGs
(Thermoelektrische Generatoren)

Low Power Wireless Communication

ITAS-Demonstrator
(ca. 50 x 50 mm) und
Sensor-EVAL-System

Sensorik:
= 9DoF (a, w, B)
=  Umwelt (T, P, H)

= Beleuchtung & (< 200mm) ’

=  Mikrofon (analog) mit LDO & Pre-Amp. & > @Q
K" hall (SBS) BME280 BMX0S5 VCNL4020X01 ICS-40310

= Korperscha

L

Bundesministerium

5 vnllvnEIrr C“‘"mTEC £ Binder © BOSCH (FiscmaT £Rimecrips  micropelt %

ELEXTRONIX Genbb Technik fars Leben
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Binder Elektronik loT-Kit 4% Binder
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Features Sensorsticks 4% Binder

Plug&Play fahig, dank vorinstallierter Firmware

Datenlbertragung tber dem BLE-Standard konformes 2,4Ghz-RF-

Protokoll als BLE-Beacon*™

Modular einsetzbar
e Austauschbare Sensormodule (l6t- oder steckbar)
e Elektron. Datenblatt (EDS) = Out-of-the-Box Betrieb

* Herstellerunabhangige Sensorik implementierbar
ULP-MCU (ARM-Cortex-M4F, 512kB FLASH, 64kB RAM)
Crypto-Engine, bis zu 16Mbit Messdatenspeicher, RTCC (optional)
USB/UART-Schnittstelle
Gehause verfugbar

Langzeitverflgbar, Industriequalitat

* https://developer.mbed.org/blog/entry/BLE-Beacons-URIBeacon-AltBeacons-iBeacon/
Modulare Sensorplattform loT M. Geiger
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USB-Sensorstick 4% Binder

ELEKTRONIK GmbH

Interface-Circuit

Power-Regulator (\?{9

Security-Chip % 2
R %%
Status-LED IR

2x FLASH each
8 Mbit (1 Mb x 8)

Debug-

Connector

2,4 GHz PCB-
Antenna

UART/USB-
Converter

Connectors for removable 3
Solder-Pads for long-ter
RF/MCU-Module
ARM-M4F @ 64 MHz RTCC-Module
(512KB Flash / 64KB RAM) (optional)

USB-Sensorstick (PIR) im Gehause

Digital 12C-

Environmental (ENV) e
y nterface

sensor (T, P, %RF)

Signal conditioning

Passive infrared
sensor (PIR)

Electronic
datasheet (EDS)

Electronic
. datasheet (EDS)
Analog/GPIO-

Electronic Ambient light
datasheet (EDS) Interface sensor (ALS)
Umweltsensormodul Grove-Modul Prasen(zpslsnlso;'modul
(T, P, RF, UV) (analog (2xIN), digital (12C)) » 1UX

Sensormodule (18 x 15,5 mm) — kombinierte L6t-/Steckkontakte
Modulare Sensorplattform loT M. Geiger 15
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Gateway £ Binder

Modular einsetzbar
e USB, BLE nach WLAN Gateway
e USB/UART-Schnittstelle
 Arduino-FF (durch Shields erweiterbar) ot Comectrs

12C (Grove)-

* standardisierte TWI-Schnittstelle sesmstrasn  “™
Out-of-the-Box-fahig

interner FLASH- Sensorsiek|
Messdatenspeicher

Converter

Micro-SD-
Connector

Debug-Connector

Speichererweiterung BLE REAICU Module

.o (ARM-Cortex M4F / 64 MHz
Uber SD-Karte

2’4 GHZ_RF_PrOtOkO”’ Encryption-Chip
WLAN, BLE kompatibel UsB-Type A

Connector

=

Arduino-Analog-
Status-LEDS  Arduino-Power- Connector

Langzeitverflugbar = Nrccol-
In Industrlequalltét Gateway (kompakter FF), Abmessungen: 68,8 x 53,7 mm

Sensorstick Il

Modulare Sensorplattform loT M. Geiger 16
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PC-Software / Cloud

* Logging-Software auf Basis von NI Labview

 Anbindung an Cloud-Dienste Uber das Gateway

£ Demo Stick AVLOTCvi Frontpand
Datei  Bearbeiten

>3]

Ansicht Projekt  Ausfhren

Werkzeuge

Fenster Hilfe
[0 [ 15pt Anwendungsschriftart |+ |3 | o [ | @5~

Setup | Messwertetabelle | USB | Gatwey |

Setup Host
COM Port

{5 connz =l

Datei Bearbeiten

OE [ 159t Annendungsschiittart |~ || 2ar

Ansicht

43 Demo Stick AV1.01cvi Frontpanel

Projekt  Ausfihren

Setup USB-Sensorstick

Werkzeuge  Fenster Hilfe

- [ [5]

SV speichem

| Sewp  Messwertetabelle | Use | Gatway |

USB-Sensorstick font -
Eingangzdaten kT “CArmay hPa Array
["hswT ! L rml Crml - !

N | Zeit[5/1904] | T(C_| P IWPal | HI%iF) | Uv| SERUP:

30 [35266032 [316 |56 | 9768 |00

31 [35:2366034 (316 (659|978 |00

32 [3552366037 [317 [662 | 9768 |00

33 [355236603 [317 (665 |9768 |00 5

3 (32366042 [318 |68 |9769 |00 e

35 (355236604 (318 (670 |9769 |00 g

3 |3s236604 |317 (656 | 9760 |01 2

37 |3soee0dE (312 |95 (9788 |01

38 |352366050 (310 |43 9768 |01

39 |35366052 (308|515 (9768 |01

4 [3%2366054 309 |01 [9768 |01

41 [35E660% |08 494 (9768 |01

4@ [3smEe0se |08 (490|978 |00

43 | 3ssmee060 307 [486 9768 |00 2

a4 [3smee0e2 |07 [ 484 9768 |00 g

45 [352360064 306 [482  [9768 |00 %

45 [ 3952366066306 [480 [ 9768 |00 3

47 [ 3536008 306|419 [9768 |01

48 [3H8600 |06 418 9768 |01

0 [IsEe072 |05 418 (9768 |01

Evatierang | € S0 |3s2366074 |05 (478 | 9768 |01

ST |350%66076 (305 [478  [9768 [0

52 |352366078 (305|478 9768 |01

53 [352366080 (305 [478 9768 |01 ¥

5 [3206082 (305 [478 9768 |01 Z

5 |3:2366084 |05 |479 | 9768 |01 &

56 |35s2366085 |05 |80 | 9768 |01 =

57 |3soee0ss |04 480 9768 |01

58 |352366000 (304|480 [9768 [0
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Parametrisierung, Auswahl, Datenanzeige, Analyse der Sensorsticks

Modulare Sensorplattform loT

M. Geiger

Device

e5 Device6 Device7

Web-Oberflache Cloud-Service
(hier: www.carriots.com)
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Zusammenfassung 4% Binder

Smartes loT-Sensor System
* Gateway

e x Sensorkonten = Cyber Physical System

e Datendienste (Cloud) mit Analyse und Auswertung

* Nutzung von standardisierten Ubertragungsmedien,-protokollen
* Keine aufwandigen Parametrierungsmechanismen

Einfache Integration zusatzlicher Sensorik im CPS
 Verwendung von Standardkomponenten
 modulare Sensorik (kunden-/ applikationsspezifisch)

Sensordatenfusion und Reduktion im CPS und/oder Gateway
e Vorteile fur die Energiebilanz
* Gewinnung zusatzlicher Informationen

* Durchgangiges Sicherheitskonzept

Modulare Sensorplattform loT M. Geiger 18
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4% Binder

Vielen Dank fur die Aufmerksamkeit!
Gibt es Fragen ?

Kontakt: Matthias Geiger
Tel: 06283/2235-36
Email: geiger@binder-elektronik.de
Internet: www.binder-elektronik.de
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